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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ATTACHMENT MATERIALS FOR ELECTRONIC ASSEMBLY -

Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and
fluxed and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization

may participate in this preparatory work. International, governmental
with the IEC also part|0|pate in this preparatlon IEC coIIaborat

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matiers

3) IEC Publications have the form of recom

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote internafional unifo

5) IEC itself does not proyid 8 i ity. Independent certification bodies provide conformity

assessment service Q IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried' i

6) All users should ensuge

C National Committees for any personal injury, property damage or
atsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
sation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
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The technical content is therefore”i
and has been prepared for user .
where the base publication has been difies amendment 1.

Additions and

International Standard ECQ technical committee 91: Electronics

assembly technology.

61190 series, under the general title Attachment materials for
electronic s Y 3 found on the IEC website.

The committee hasdegided that the contents of the base publication and its amendments will remain
unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the
data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

« withdrawn,

* replaced by a revised edition, or

*+ amended.

IMPORTANT - The “colour inside” logo on the cover page of this publication
indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct
understanding of its contents. Users should therefore print this publication using a
colour printer.
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INTRODUCTION

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the
subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such
patent rights.

The International Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is
claimed that compliance with this document may involve the use of a patent concerning in
particular alloys compositions.

IEC takes no position concerning the evidence, validity and scope of this patent right.

The holder of this patent right has assured the IEC that he/she
licences under reasonable and non-discriminatory terms and cq
throughout the world. In this respect, the statement of the hold
registered with IEC. Information may be obtained from:

is\Wwilling o negotiate

US PAT No. 4879096
Cookson Electronics Assembly Materials
600 Route 440 Jersey City,New Jersey 07304

US PAT No. 5527628
lowa State University Research Foundation, Inc.
310 Lab of Mechanics

Ames, lowa 50011-2131, U.S.A.

JP PAT No. 3040929
JP PAT No. 3027441
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Matsushita IMP Building 20F 1-3-7, Shiromi, Chpuh-

JP PAT No. 2805595

Mitsui Mining & Smelting Co.
Gate City Ohsaki-West Toweg

JP PAT No. 3027441
Senju Metal Industr
Senju Hashido-cho 23\

, Lta\
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ATTACHMENT MATERIALS FOR ELECTRONIC ASSEMBLY -

Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and
fluxed and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications

1 Scope

This part of IEC 61190 prescribes the requirements and test methods
solder alloys, for fluxed and non-fluxed bar, ribbon, powder solders &
electronic soldering applications and for “special” electronic grade s

specifications of solder alloys and fluxes, see 1ISO 9453, ISO 9454

orelectronic grade
d solder paste, for

standard is a quality control document and is not intended to relat terial's
performance in the manufacturing process

Special electronic grade solders include all solders whi ully \comply with the
requirements of standard solder alloys and solder S eréin. Examples of
special solders include anodes, ingots, preforms, f 3 eye ends, multiple-

alloy solder powders, etc.

2 Normative references

The following referenced documents or the application of this document.

are ipdispensah
For dated references, only iti capp iesFor undated references, the latest
chudingany, a

endments) applies.

IEC 61189-6, Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies —
Part 6: Test methods for materials used in manufacturing electronic assemblies

ISO 9001, Quality management systems — Requirements
ISO 9453:2006, Soft solder alloys — Chemical compositions and forms

1ISO-9454-1:1990, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 1: Classifi-
cation, labelling and packing

1ISO-9454-2:1998, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 2: Perform-
ance requirements
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX DE FIXATION
POUR LES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES -

Partie 1-3: Exigences relatives aux alliages a braser de catégorie
électronique et brasures solides fluxées et non fluxées pour les
applications de brasage électronique

AVANT-PROPOS

des Spe0|f|cat|ons techniques, des Rapports techniques, des &Ci i \ gu public (PAS) et des
Guides (ci-apres dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur £laboratio ié des comités d'études, aux
travaux desquels tout Comité national intéressé par Hiciper. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernemen , participent également aux
travaux. La CEIl collabore étroitement aveg ormalisation (ISO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI i niques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les suj é

pour tout préjudice caugé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque
nature que ce soit,~difecte ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les
dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de toute autre
Publication de la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
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omprend la deuxiéme édition (2007)
amendement 1 (2010) [documents

by

A consolidée est donc identique a celui de
t; cette version a été préparée par commodité

La présente versionvbilingue, publiée en 2008-05, correspond a la version anglaise.
La version frangaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 61190, présentées sous le titre général
Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques, peut étre consultée sur le site
web de la CELI.
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Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne
sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date,
la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

/N

utiles a une bonne compréhension de son contenu. Les utiis

IMPORTANT - Le logo "colour inside” qui se trouve sur la p de.couwverture de
cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui s onsidérées._ comme

teurs i
conséquent, imprimer cette publication en utilisant une i i coul

t
N\

@%
S
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INTRODUCTION

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent
faire I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait
étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de
leur existence.

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) attire I'attention sur le fait qu'il est
déclaré que la conformité avec les dispositions du présent document peut impliquer
['utilisation d'un brevet concernant en particulier les compositions d'alliages.

La CEI ne prend pas position quant a la preuve, a la validité et a la portée~de ces droits de
propriété.

US PAT No. 4879096
Cookson Electronics Assembly Materials
600 Route 440 Jersey City,New Jersey 07304

US PAT No. 5527628
lowa State University Research Foundation, Ing/
310 Lab of Mechanics

Ames, lowa 50011-2131, U.S.A.

JP PAT No. 3040929
JP PAT No. 3027441
Matsushita Electric Industrial Cg
Matsushita IMP Building 20F 1-3

JP PAT No. 2805595

Mitsui Mining & Smelti
Gate City Ohsaki-W@
JP PAT No. 3027441

Senju Metal Industry Ce\
Senju Hashido-cho 2§,

L'attention es 8 part attirée sur le fait que certains des éléments du présent document
peuvent faire I'objet gé droits de propriété autres que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus.
La CEIl ne saurait éitre tenue pour responsable de l'identification de ces droits de propriété
en tout ou partie.



https://webstore.iec.ch/publication/4810&preview

- 48 - 61190-1-3 © CEI:2007+A1:2010

MATERIAUX DE FIXATION
POUR LES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES -

Partie 1-3: Exigences relatives aux alliages a braser de catégorie

électronique et brasures solides fluxées et non fluxées pour les
applications de brasage électronique

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61190 prescrit les exigences et mgtf pour les
alliages a braser de catégorie électronique, les brasures en baguette,e 3 enypoudre
fluxées et non fluxées, et les pates a braser, pour les applications \de hrasage\gélectronique
et pour les brasures de catégorie électronique « spéciale R gcifications
génériques relatives aux alliages et aux flux a braser, vo ‘ 54-1 et I'ISO
9454-2. La présente norme est un document de contréle de la pas pour objet

du procédé de

matériaux a braser énumérés a cet égardch s,_les lingots, les préformes, les
baguettes a extrémités en crochet et & cei dres a braser a alliage multiple, etc.,

2 Références nort

Les documents' & g ~ indispensables pour Il'application du présent
document. Pour feg'ré & seule I'édition citée s'applique. Pour les références

non datées, la deg iti du\document de référence s'applique (y compris les

IEC 60194,
(disponibite

assemblages de composants électroniques

CEI 61190-1-2, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-2:
Exigences relatives aux pates de brasage pour les interconnexions de haute qualité dans
les assemblages de composants électroniques

CEI 61189-5, Meéthodes d’essais pour les matériaux électriques, les structures
d’interconnexion et les ensembles — Partie 5: Méthodes d’essai des assemblages de cartes
a circuit imprimé

CEI 61189-6, Meéthodes d’essais pour les matériaux électriques, les structures
d’interconnexion et les ensembles — Partie 6: Méthodes d’essai des matériaux utilisés dans
la fabrication des assemblages électroniques

ISO 9001, Systemes de management de la qualité — Exigences
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ISO 9453:2006, Alliages de brasage tendre — Compositions chimiques et formes

ISO 9454-1:1990, Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 1:
Classification, marquage et emballage

ISO 9454-2:1998, Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 2:
Prescriptions de performance

@%
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